《电子化学品技术基础》课程教学大纲

课程编号：MCHM3010
课程类别：专业教学课程
授课对象：材料化学专业

开课学期：春季
学    分：2学分

主讲教师：谢洪德，鲁娟
指定教材：谢洪德编，《电子化学品技术基础》，自编教材 
教学目的：电子化学品制备工艺是为材料化学专业的学生开设的一门专业课程，目的是为材料化学专业的学生将来从事本专业打下扎实的基础。

本课程的主要任务：随着我国微电子工业的迅速发展，半导体行业正逐步发展成为“设计业”、“制芯业”、“封装业”、“材料业”四业并举并以“封装业”为主导的发展新时期。随着“制芯业”、“封装业”亚微米技术的突破，单片集成度的迅速增加，电子封装向小型化、高性能、高可靠性和低成本方向发展。制芯业、封装业对所需的电子化学品如光刻胶、超净高纯试剂、有机硅氟材料、塑封料、聚酰亚胺及印刷线路板基材等材料的性能质量要求越来越高，电子化学品对半导体行业发展作用越来越显得重要。为了促进电子化学品工业的发展，提高电子化学品研究、生产及使用的技术水平，本课程将着重探讨光刻胶、超净高纯试剂、有机硅氟材料、环氧塑封料、聚酰亚胺及印刷线路板基材等材料的物化性能、合成原理、制备工艺过程、生产使用技术及国内、外最新技术成果等。
第一章超净高纯试剂
课时：3.5周，共16课时
1．1  概述
  1．1．1  微电子技术发展现状
  1．1．2  工艺化学品发展现状
1．2  工艺化学品的分类
1．2．1  品种分类
  1．2．2  质量规格
1．3  工艺化学品的应用
  1．3．1  湿法清洗
  1．3．2  湿法蚀刻
  1．3．3  我国工艺化学品的市场预测及应用前景

1．4  工艺提纯技术
1．4．1  蒸馏与精馏
1．4．2  亚沸蒸馏
1．4．3  等温蒸馏
1．4．4  减压蒸馏
1．4．5  升华
1．4．6  化学处理技术
1．4．7  气体吸收技术
1．4．8  颗粒控制技术
1．5  产品的包装、贮存及运输
  1．5．1  产品的包装技术
  1．5．2  产品的贮存及运输
1．6  分析测试技术
  1．6．1  颗粒的分析测试技术
  1．6．2  金属杂质(痕量元素)的分析测试技术

  1．6．3  阴离子的分析测试技米
1．7  工艺化学品制备工艺简述
  1．7．1  硫酸的制备
  1．7．2  过氧化氢的制备
  1．7．3  氢氟酸的制备
  1．7．4  盐酸的制各
  1．7．5  硝酸的制备
  1．7．6  磷酸的制备
  1．7．7  氢氧化铵的制备
  1．7．8  无水乙醇的制备
教学要点：使学生知道工艺化学品发展现状、分类及应用，我国工艺化学品的市场预测及应用前景，掌握工艺化学品的工艺提纯技术、分析测试技术。

思考题

1）我国的工艺化学品与国外的差距在那里？

2）如何进行颗粒的分析测试

3）如何进行金属杂质(痕量元素)的分析测试
4）如何进行工艺化学品的工艺提纯，目前可采用的基本方法。

第二章   聚酰亚胺材料
课时：3.5周，共16课时
2．1  聚酰亚胺(PI)材料的分子设计及在微电子技术中的应用

  2．1．1  微电子工业中的PI材料
  2．1．2  聚酰亚胺材料的分子设计
  2．1．3  聚配亚胺在微电子工业中的应用
2．2  光刻性聚配亚胺材料
  2．2．1  引言  

  2．2．2  光敏性聚酰亚胺树脂
  2．2．3  标准型聚酰亚胺和光敏性聚酰亚胺的比较
  2．2．4  PSPI的发展
  2．2．5  酯型PSPI
  2．2．6  离子型PSPI
  2．2．7  自增感型PSPI 

  2．2．8  正性光敏性聚酰亚胺
  2．2．9  化学增幅型聚酰亚胺光刻胶

2．3  聚酰亚胺取向膜材料
  2．3．2  引言
  2．3．2  液晶显示器的显示原理
  2．3．3  液晶显示器的制造工艺
  2．3．4  液晶分子取向排列技术  

  2．3．5  液晶显示用取向膜材料
  2．3．6  国内外发展现状与趋势
教学要点：使学生了解这类材料具有独特的化学理、力学和电学性能：(1)优异的耐热性能，可耐350—450℃的高温；(2)优良的力学性能，对器件有一定的增强作用；(3)化学稳定性好，抗有机溶剂和潮气的浸湿；(4)良好的绝缘性，体积电阻率极高(5)优良的介电性能，介电常数3．0—3．4，介电损耗0．01一O.002；(6)高纯度，无机离子的量低，钠离子含量可低于2—3mg/Kg；(7)具有比无机介电材料更好的平面形成性能和力学性能；(8)对常用基体、金属和介电材料的粘接性优良 (9)根据需要，可形成薄膜，也可形成厚膜；(10)成型工艺简单、易行。采用阶梯升温法，—次成型,显降低生产成本。
思考题

1）如何进行聚酰亚胺材料的分子设计？
2）标准型聚酰亚胺和光敏性聚酰亚胺的区别是什么？
3）液晶显示器的显示原理是什么？

4）什么是液晶显示用取向膜材料？

第三章  环氧模塑料
  3．1  半导体封装业发展概况
     3．1．1  引言
     3．1．2  集成电路电子封装的作用
     3．1．3  电子封装的结构及形式
     3．1．4  电子封装的发展过程及趋势
     3．1．5  集成电路封装发展的主要驱动力
3．2  集成电路用环氧塑封料
     3．2．1  简介
     3．2．2  集成电路用环氧塑封料的性能
3．3  环氧模塑料
     3．3．1  环氧模塑料发展历程  

     3．3．2  环氦模塑料组成及其主要性能
     3．3．3  环氧模塑料的固化反应机理
     3．3．4  环氧模塑料制备工艺过程
3．4  环氧模塑料的种类及其性能
3．5  环氧模塑料性能测试方法及标准
3．6  环氧模塑料的组分与性能的关系
3．7  环氧模塑料成型工艺及其产品考核标准

    3．7．1  工艺过程及其工艺条件
    3．7．2  塑封常见工艺问题及其解决方法
    3．7．3  塑封产品的考核方法、条件及其分级
3．8  半导体器件封装后处理技术
    3．8．1  引言
    3．8．2  半导体器件引线脚电镀
    3．8．3  半导体器件的引线脚热浸锡工艺
    3．8．4  去飞边工艺
3．9  半导体用液体环氧封装料   
    3．9．1  FC—PBGA用液体环氧封装材料(underfill材料)

    3．9．2  CD—PBGA用液体环氧封装材料
3．9．3  其他软封装用环氧灌封材料
教学要点：使学生知道封装直接影响着集成电路和器件的电、热、光和机械性能，还影响其可靠性和成本。同时，电子封装对系统的小型化常起到关键作用。因此，集成电路和器件要求电子封装具有优良的电性能、热性能、机械性能和光性能，同时还必须具有高的可靠性和低的成本。可以说，无论在军用电子元器件中，还是在民用消费类电路器件的封装是必不可少的，要求学生知道电子封装的四大功能为：①为半导体芯片提供信号的输入和输出通路；②提供热通路，散选半导体芯片产生的热量；③接通半导体芯片的电流通路；④提供机械支撑和环境保护。
思考题

1）集成电路电子封装的作用是什么？
2）集成电路用环氧塑封料应具备那些性能？

3）环氧模塑料的固化反应机理是什么？

4）那些属半导体器件封装后处理技术？

第四章  印制电路板用基板材料  
  4．1  概述
4．1．1  PCB用基板材料作用  

    4．1．2  发展历史
    4．1．3  分类与标淮
4．2  基扳材料的生产制造与主要性能
    4．2．1  主要原材料
    4．2．2  生产过程与工艺原理
    4．2．3  主要性能要求
    4．2．4  各类型基板材料性能特性对比
4．3  纸基基扳材料用酚醛树脂
    4．3．1  桐油改性酚醛树脂的反应影响因素
    4．3．2  桐油树脂分子量及分子量分布  

4．4  玻璃布基基板材料用环氧树脂
    4．4．1  双酚A型环氧树脂
    4．4．2  环氧玻璃布基基板材料树脂漆的组成与特性

    4．4．3  基扳材料主要性能与环氧树脂的关系
    4．4．4  基板材料用环氧树脂制造技术的新发展
4．5  玻璃布基基扳材料用高性能树脂
    4．5．1  聚酰亚胺树脂
    4．5．2  BT树脂
4．5．3  热固性PPE树脂
4．6  积层多层摄制造用绝缘树脂
    4．6．1  概述
    4．6．2  积层多层扳用感光性树脂

    4．6．3  积层多层板用热固性树脂

    4．6．4  双层多层扳用附树脂铜箔

教学要点：现今，印制电路板已成为绝大多数电子产品不可缺少的主要组成部件。而印制电路板的基扳材料的生产制造工艺与主要性能直接影响印制电路的好坏，因此本章要求学生掌握纸基基扳材料用酚醛树脂、玻璃布基基板材料用环氧树脂、玻璃布基基扳材料用高性能树脂、积层多层摄制造用绝缘树脂的制备工艺。
思考题

1） PCB用基板材料作用是什么？
2） 各类型基板材料性能特性对比

3） 桐油改性酚醛树脂的反应影响因素？桐油树脂分子量及分子量分布曲线

4） 环氧玻璃布基基板材料树脂漆的组成与特性关系，基板材料用环氧树脂制造技术的新发展。

5） 积层多层摄制造用绝缘树脂的制备工艺？

三、各章课时分配表
	  章序号
	章内容
	学时数

	1
	超净高纯试剂
	16

	2
	聚酰亚胺材料
	16

	3
	环氧模塑料
	20

	4
	印制电路板用基板材料
	20

	总        计
	72


参考书目（五号黑体）

1） [美]查尔斯A.哈伯，电子封装材料与工艺；北京；化学工业出版杜，2006.3
2） 丁盂贤，何天白主编  聚酰亚胺-化学、结构与性能的关系及材料  北京：科学出版社，2006.6
3） 张开著  粘合与密封材料  北京：化学工业出版社，1996

4） 化工材料咨询报告．北京：中国石化出版社，1999．8

5） 陈鸿彬．高纯试剂提纯与制备．上海：上海科学技术出版社，1983

6） 李建华，马员生，穆启道等著．化学试剂分类．北京：中国标准出版社，1999．10

7） SEMI国际标准(化学品部分)．中国标准出版社，1992
8） 卢寿慈．粉体加工技术．第一版，中国轻工业出版社，1999

9） 孙宝歧等．非金属矿源深加工．冶金工业出版；1995

10） 陈详宝著．高性能树脂基体；北京；化学工业出版社  1999

11）梁国正，顾嫒娟  双马来酰亚胺树脂，北京；化学工业出版社，1997

12）刘玉玲，李薇薇，周建伟；微电子化学技术基础，北京；化学工业出版社，2005.7
                                       执笔人：谢洪德

                                      ___09______年_12___月_8___日  

